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内容概要

　　《soc设计方法与实现（第2版）》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，并被评为2008年
度普通高等教育精品教材。
本书结合soc设计的整体流程，对soc设计方法学及如何实现进行了全面介绍。
全书共分14章，主要内容包括：soc的设计流程、soc的架构设计、电子级系统设计、ip核的设计与选择
、rtl代码编写指南、先进的验证方法、低功耗设计技术、可测性设计技术及后端设计的挑战。
书中不仅融入了很多来自于工业界的实践经验，还介绍了soc设计领域的最新成果，可以帮助读者掌握
工业化的解决方案，使读者能够及时了解soc设计方法的最新进展。

　　《soc设计方法与实现（第2版）》可以作为电子、计算机等专业高年级本科生及研究生的教材，
也可以作为集成电路设计工程师的技术参考书。
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章节摘录

　　1.系统需求说明　　系统设计首先从确定所需的功能开始，包含系统基本输入和输出及基本算法
需求，以及系统要求的功能、性能、功耗、成本和开发时间等。
在这一阶段，通常会将用户的需求转换为用于设计的技术文档，并初步确定系统的设计流程。
　　2.高级算法建模与仿真　　在确定流程后，设计者将使用如C和c++等高级语言创建整个系统的高
级算法模型和仿真模型。
目前，一些EDA工具可以帮助我们完成这一步骤。
有了高级算法模型，便可以得到软硬件协同仿真所需的可执行的说明文档。
此类文档会随着设计进程的深入而不断地完善和细化。
　　3.软硬件划分过程　　这一环节包括软硬件划分和任务分配，是一个需要反复评估和修改直至满
足系统需求的过程。
设计者通过软硬件划分来决定哪些功能应该由硬件完成，哪些功能应该由软件来实现。
软硬件划分的合理性对系统的实现至关重要。
通常，在复杂的系统中，软件和硬件都比较复杂。
有些功能既可以用软件实现也可以用硬件实现，这取决于所要达到的性能指标与实现的复杂程度及成
本控制等因素。
对比而言，两者各有千秋。
　　采用硬件作为解决方案的好处有：由于增加了特定的硬件实现模块，（通常是硬件加速器），因
而可使系统的性能提升，仅就速度而言可以提高10倍，甚至100倍；增加的硬件所提供的功能可以分担
原先处理器的部分功能，这一点有助于降低处理器的复杂程度，使系统整体显得简单。
　　硬件解决方案也存在一些不利的地方：添加新的硬件必然会提高成本，主要花费在购买妒和支付
版权费等方面；硬件的研发周期通常都比较长，中等规模的开发团队开发一套复杂程度一般的硬件系
统至少需要3个月的时间；要改正硬件设计存在的错误，可能需要再次流片；相比于软件设计工具，
硬件设计工具（EDA）要昂贵许多，这也使得设计成本增加。
　　采用软件实现作为解决方案的好处有：软件产品的开发更灵活，修改软件设计的错误成本低、周
期短；受芯片销量的影响很小，即使所开发的软件不用在某一特定芯片上，也可以应用到其他硬件设
备上，因而市场的风险比较低。
软件解决方案也存在着难以克服的不足之处：软件实现从性能上来说不及硬件实现；采用软件实现对
算法的要求更高，这又对处理器的速度、存储器的容量提出了更严格的条件，一般还需要实时操作系
统的支持。
　　表2-1列出了软件和硬件实现各自的优缺点。
　　软硬件划分的过程通常是将应用一一在特定的系统结构上映射，建立系统的事务级模型，即搭建
系统的虚拟平台，然后在这个虚拟平台上进行性能评估，多次优化系统结构。
系统结构的选择需要在成本和性能之间折中。
高抽象层次的系统建模技术及电子系统级设计的工具使得性能的评估可视化、具体化。
　　4.软硬件同步设计　　由于软硬件的分工已明确，芯片的架构及同软件的接口也已定义，接下来
便可以进行软硬件的同步设计了。
其中硬件设计包括RTL设计和集成、综合、布局布线及最后的流片。
软件设计则包括算法优化、应用开发，以及操作系统、接口驱动和应用软件的开发。
 　　⋯⋯
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媒体关注与评论

　　“以复杂的soc设计流程和方法论为主线，内容包含丰富的Ic设计实用技巧.是融合学校教育与工业
界实用知识的一次有趣的创新，是郭炜教授多年来科研与教学经验的分享。
这是近年来难得的一本好书，相信会为读者带来愉快的阅读体验！
”　　——全球副总载兼正太区总裁潘建岳
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